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内容概要

　　本书介绍了如何应用OrCAD软件包来设计和生产印制电路板。
书中大量的示例展示了如何用Capture绘制电路的原理图，如何用PCB
Editor设计可投产的电路板。
同时，还讲述了印制电路板设计的相关知识，包括印制电路板的生产流程、参考标准、可生产性设计
、信号完整性设计等。

　　本书既可以作为大专院校学生和工程师深入学习该软件的参考书，也可以作为了解印制电路板设
计过程的参考用书。
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章节摘录

版权页：插图：如果元件的电源引脚是不可见的电源型，则不能将导线（或网络）直接与其连接。
不可见的电源引脚是一个网络，且是全局的。
通过将电源引脚命名为与电源符号相同的名称，可将元件的电源引脚连接到电源符号上。
具体方法是，在原理图的某个地方先放置一个电源符号，它也是全局的。
电源符号一般是可见的，且连接到各印制板接口或是PSpice电源上。
要命名相同的名称，可以改变电源符号的名称或电源引脚的名称，或者全都改变。
下面举例介绍了如何操作。
如果元件的电源引脚是可见电源型，则可以发挥电源引脚的全局属性使用电源符号，也可以直接通过
导线连接它。
根据上面的介绍，如果利用引脚的全局属性，则引脚与电源符号的名称要一致。
如果使用导线直接与电源相连，则不需要考虑名称的转换问题。
如果有多元件的复合元器件（例如四运算放大器共享电源引脚），则原理图上复合元器件的所有元件
的电源引脚必须以相同的方式连接，即要么以全局方式存在，要么都以导线连接。
如果元件的供电引脚是非电源引脚，则必须通过导线将引脚与其他对象相连，如电源符号或印制板接
口。
如果从具有非电源引脚的复合元器件里放置了多个元件，则只需要连接一个电源供电引脚即可（虽然
也可以连接所有的电源引脚）。
关于引脚类型的更多信息可参阅第7章内容。
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媒体关注与评论

“我一直想找一本像本书这样全面介绍PCB的参考书，Mitzner先生真是做了件大好事。
他不但详尽介绍了OrCAD Layout软件，还展示了PCB制备的物理工艺以及RF等先进技术。
”　　——Jeff Will，瓦尔帕莱索大学教授“这是一本既可以让初学者掌握PCB设计必备知识，又可以
让经验丰富的工程师有所提升的设计大全。
另外，作者的文字简练，各章的篇幅结构安排合理。
建议每一位相关工程师都看看本书。
”　　——Brent Gringrich，Red Dot电子公司
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编辑推荐

《PCB设计大全:使用OrCAD Capture与PCB Editor》介绍了如何应用OrCAD软件包来设计和生产PCB
（Pririted Circuit Board，印制电路板）。
OrCAD Capture和PCB Editor是OrCAD软件包中的两个部分。
Capture是原理图设计工具，PCB Editor是可以替代OrCAD Layout的、相对比较新颖的PCB设计工具。
书中通过大量的示例展示了如何用Capture绘制电路的原理图，如何用PCB Editor设计可投产的电路板
。
《PCB设计大全:使用OrCAD Capture与PCB Editor》不仅详细介绍了软件的使用方法，还深入讲解了软
件包的功能与限制。
《PCB设计大全:使用OrCAD Capture与PCB Editor》具有以下特点：介绍了印制电路板相关的IPC
、JEDEC和IEEE标准；介绍了生产性设计（DFM）和电磁干扰（EMI）的处理等；讲述了如何建立完
整电路和印制电路板图所需的原理性Capture元件、PSpice模型和印制电路板封装。
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